


证券代码：688709                                            证券简称：成都华微
成都华微电子科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
                                                         编号：2024-001
	投资者关系活动类别

	□特定对象调研              □分析师会议
□媒体采访                  ■业绩说明会
□新闻发布会                □路演活动
□现场参观	
□其他 （请文字说明其他活动内容）

	参与单位名称及人员姓名
	投资者网上提问

	时间
	2024年5月6日 14:00-15:00

	地点
	上海证券交易所上证路演中心

	上市公司接待人员姓名
	董事兼总经理王策先生，独立董事李越冬女士，总会计师赵良辉女士，董事会秘书李春妍女士。

	投资者关系活动主要内容介绍

	1.您好，上市公司普遍提高分红比例，请问公司2023年度的利润分配方案是怎样的？
尊敬的投资者您好！公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.12元（含税）。截至2024年3月31日公司总股本636,847,026股，以此计算合计拟派发现金红利人民币71,326,866.91元（含税）。本次公司现金红利金额占公司2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润的22.93%，不送红股，不进行资本公积转增股本。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。感谢您的关注。
2.董秘你好，请问公司在所处行业的影响力怎么样？有哪些突出贡献，可以简单说说吗？
尊敬的投资者您好！公司作为国家“909”工程集成电路设计公司和国家首批认证的集成电路设计企业，连续承接国家“十一五”、“十二五”、“十三五”FPGA国家科技重大专项，“十三五”高速高精度ADC国家科技重大专项、高速高精度ADC国家重点研发计划，智能异构可编程SoC国家重点研发计划，是国内少数几家同时承接数字和模拟集成电路国家重大专项的企业。感谢您的关注。
3.您好，对于23年公司封装、检测成本出现变化的原因是什么？
尊敬的投资者您好！2023年，受过去两年产品销售规模快速提升的影响，加工数量的提升降低了单位加工成本，导致封装成本占比明显降低；同时受特种集成电路可靠性要求提高的影响，产品测试种类和时长增加，导致检测成本明显增高。感谢您的关注。
4.公司今年2月正式在科创板上市，募集了大概15亿左右的资金，能否说说这部分资金的利用情况？
尊敬的投资者您好！目前，公司IPO募集资金已逐步投入“芯片研发及产业化”与“高端集成电路研发及产业基地”募投项目。针对“芯片研发及产业化”项目，公司积极围绕高性能FPGA、高速高精度ADC、自适应智能SoC等三个方向的产品研发及产业化，具体投资于硬件购置、软件购置、人员工资等各项研发费用支出。同时，通过“高端集成电路研发及产业基地”项目的实施，公司将进一步建设检测中心和研发中心，打造集设计、测试、应用开发为一体的高端集成电路产业平台，强化巩固公司在特种集成电路领域的核心地位。感谢您的关注。
5.王总好，1.公司今年一季度业绩同比有所下降，请问一下具体原因是什么？2.公司面向的下游市场，产品验收的节奏有什么样的规律？3.还有从在手订单和交付进展情况来看，公司预计今年接下来业绩会不会反弹？
您好！因经济环境、行业周期等原因，给公司一季度经营情况带来一定影响。公司下游客户主要为特种领域大型集团化客户，根据行业惯例通常在年末进行产品的验收入库及结算。公司目前日常经营活动一切正常，未来也将持续增强高质量发展能力，采取多重举措提升公司整体价值和核心竞争力。感谢您的关注。
6.王总好，今年以来芯片设计企业普遍反映，半导体行业上游晶圆代工跟封测的成本都有波动。请问对公司来讲，今年代工跟封测的成本有什么样的变化吗？对公司今年毛利率和业绩会不会形成影响？
您好！公司目前日常经营活动一切正常，未来也将持续增强高质量发展能力，采取多重举措提升公司整体价值和核心竞争力。感谢您的关注。
7.公司产品目前在终端应用方面，有应用到无人机产品当中吗？搭载公司芯片产品的终端产品形态有哪些呢？
您好！目前公司的产品广泛应用于特种领域，涉及电子、通信、控制、测量等技术范畴。公司芯片主要为通用性芯片，从技术角度看，可以覆盖无人机的应用需求，具体销售信息以公司披露信息为准。感谢您的关注。
8.公司年报里面只是简单地披露了数字电路和模拟电路的收入占比，请问FPGA和ADC分别的销售收入是多少？存储芯片和电源管理芯片的收入是多少？这四部分业务的增长前景和行业竞争情况？
您好！公司以服务国家战略、区域发展为己任，始终坚持国家利益优先，聚焦解决集成电路“卡脖子”关键技术，立志成为具有世界一流集成电路研发水平的设计企业。公司立足国之所需，着力打造“3+N+1”平台化产品体系，在超大规模FPGA、高性能AD/DA转换芯片、嵌入式SoC与MCU三个方向持续强化科研投入，实现技术引领；在CPLD、存储器、总线接口、电源管理等多个方向以市场需求为导向，推动产业升级。依托公司全系列芯片打造SiP、模块、板级国产化系统解决方案，形成信号处理与控制的产品生态。感谢您的关注。
9.李总好，请问今年公司的业绩增长动能集中在哪些产品或应用领域？今年下游需求成长是否显著？
[bookmark: _GoBack]您好！公司目前核心产品CPLD/FPGA、高速高精度ADC以及高精度ADC处于国内领先地位。已形成逻辑芯片、模拟芯片、存储芯片、微控制器等多系列集成电路产品，具备为客户提供集成电路综合解决方案的能力。未来公司将在超大规模FPGA、高性能AD/DA转换芯片、嵌入式SoC与MCU三个方向持续强化科研投入，持续增强高质量发展能力，采取多重举措提升公司整体价值和核心竞争力。感谢您的关注。

	关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明
	否

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2024年5月7日







